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Status modutu

obowiagzkowy
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Jezyk prowadzenia zaje¢ polski
Usytuowanie modutu w planie studiéw | _.

- semestr pierwszy
Usytuowanie realizacji przedmiotuw | |etni

roku akademickim

(semestr zimowy / letni)
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C. EFEKTY KSZTALCENIA | METODY SPRAWDZANIA EFEKTOW KSZTALCENIA

Cel Uzyskanie zaawansowanej wiedzy na temat metod i mozliwo$ci laserowej i plazmowej
modutu | obrébki materiatow.
Symbol ) proiloar(;ginia odniesier)ie do odniesier;ie do
Efekty ksztalcenia . efektow efektow
efektu Zajec kierunkowych | obszarowych
(w/c/l/p/inne)
Posiada specjalizowang wiedze o funkcjach i T2A_W02
mozliwosciach laseréw i laserowych systemow do W, L KS_WQl_K T2A_W03
obrébki materiatow ’ WTLIP T2A_WO04
W_01 InzA_W02
T2A_WO02
Posiada specjalistyczng wiedze na temat obrébki KS W02 KW T2A W03
ubytkowej za pomocg skoncentrowanych strumieni W, L TP T2A W04
energii InzZA_WO05
W_02
T2A_WO02
Ma specjalistyczng wiedze na temat laserowego i KS_W03_K T2A_WO3
plazmowego spawania Wi L WTLIP T2A_W04
InzA_WO05
W_03
T2A_WO02
Dysponuje specjalistyczng wiedzg na temat KS_W03_K T2A_WO03
termicznych metod modyfikacji powierzchni w.L WTLIP T2A_W04
InzA_WO05
W_04
T2A_UO1
Umie dobra¢ urzadzenie laserowe lub plazmowe do KS_U01_K T2A_U02
planowanego zakresu obrébki W.L WTLIP T2A_U12
InzA_UO07
U 01
T2A_UO1
Potrafi dobraé¢ parametry technologiczne operac;ji WL KS_U02_KwW $§2—32§
ciecia skoncentrowanymi zrodtami energii TLiP InzA_U07
U 02
T2A_UO1
Potrafi dobra¢ parametry technologiczne operac;ji WL KS_U03_Kw |T2A_U02
spawania skoncentrowanymi zrodtami energii ' TLIP  |T2A _U12
U 03 InzA_U07
T2A_UO1
Potrafi zrealizowa¢ operacje termicznego WL KS_U03_K |T2A _U02
znakowania i hartowania ' WTLIP |T2A U12
U 04 InzA_UQ07
Ma swiadomos¢ koniecznosci uzupetniania i K KOL T2A_KO01
aktualizowania wiedzy specjalistycznej z dziedziny w — T2A_KO03
K_01 |obrdbkilaserowej i plazmowej
K 02 Potrafi pracowa¢ w zespole L K_K05 T2A_K02
Ma swiadomos$¢ zagrozeh zwigzanych ze
stosowaniem urzgadzen emitujgcych skoncentrowane W, L K_KO03 T2A_K02
K_03 |wigzki energii




Tresci ksztatcenia:

1. Tresci ksztalcenia w zakresie wyktadu

Nr Tresci ksztalcenia Odniesienie
wyktadu do efektow
ksztatcenia
dla modutu
1 Uwagi historyczne. Generacja promieniowania laserowego. Rezonator W_01
2 Wigzka promieniowania laserowego — wtasciwosci, modowos¢, parametry, wW_01,
miary jakosci U 01
3 Wiasciwosci zrodet promieniowania laserowego stosowanych w przemysle. wW_01,
U 01
K 01
4 Przemystowe systemy do obrdbki laserowej - wymagania, mozliwosci, cechy wW_01,
charakterystyczne u o1
K 01
5 Ciecie laserowe — metody (mechanizmy fizyczne, zakres zastosowan), wW_02,
parametry, ocena jakosci, ograniczenia, jakos¢ ciecia U 02
6 Inne rodzaje laserowej obrobki ubytkowej — drgzenie, grawerowanie. W_02,
Poréwnanie z metodami konwencjonalnymi U 02
7 Spawanie laserowe: zjawiska fizyczne towarzyszace spawaniu, metody W_03,
spawania. U 03
8 Wiasciwosci elementéw spawanych laserowo — porownanie z W_03,
konwencjonalnymi metodami spawania. Monitorowanie procesu W_04,
spawania. Lutowanie. U 04
10 Laserowe obrébki powierzchniowe — istota procesu, metody. Hartowanie W_04,
laserowe U 04
11 Stopowanie laserowe. Napawanie laserowe. Czyszczenie laserowe. W_04,
W 04
12 Znakowanie laserowe - mechanizmy fizyczne, metody. Znakowanie pfaskie i W_04
przestrzenne U 04
13 Bezposrednie wytwarzanie laserowe — istota procesu, mechanizmy fizyczne, wW_03
metody, mozliwosci, zakres zastosowan W _04
14 Inne rodzaje obrébki za pomocg skoncentrowanych strumieni energii. wW_01
Przemystowe urzadzenia do obrébki plazmowej U 01
15 Ciecie i spawanie plazmowe — mechanizmy, urzgdzenia, zakres zastosowan W_02
W_03
U 02
U 03

2. Tresci ksztalcenia w zakresie ¢wiczen —

3. Tresci ksztatlcenia w zakresie zadan laboratoryjnych

Nr Odniesienie
. . L . do efektow
zajec Tresci ksztalcenia ksztatcenia
lab. dla modutu
1 Zapoznanie sie z laboratorium. Zasady BHP W_01,
U o1
2 Elementarne i zaawansowane metody badania wigzki laserowe;j. W_01,
U o1
3 Przygotowanie gtowicy laserowej do ciecia. Ciecie konturéow o réznej skali W_01,
komplikaciji U 01
4 Wptyw trajektorii na efekty procesu ciecia laserowego W_02,
U 02
5 Drgzenie laserowe réznych materiatow. W_02,
U 02
6 Przygotowanie gtowicy do spawania. Spawanie réoznych gatunkéw stali W_03,
U 03
7 Spawane gtowicg dwuogniskowa. W_03,




U 03
8 Spawanie z materiatem dodatkowym W_03,
U 03
9 Metody znakowania laserowego W_04
U 04
10 Wptyw parametrow obroébki na efekty hartowania laserowego. W_04,
U 04
11 Napawanie laserowe W_04,
U 04
12 Ciecie plazmowe W_02,
U 02
13 Spawanie plazmowe W_03,
U 03
14 Obrobka elektroiskrowa W_02
U 02
15 Zaliczenie sprawozdan, kolokwium poprawkowe

4. Charakterystyka zadan projektowych
5. Charakterystyka zadan w ramach innych typow zaje¢ dydaktycznych

Metody sprawdzania efektow ksztalcenia

Symbol Metody sprawdzania efektow ksztatcenia
efektu (sposob sprawdzenia, w tym dla umiejetno$ci — odwotanie do konkretnych zadan projektowych, laboratoryjnych, itp.)
w o1 | Sprawozdania z ¢wiczen 1, 2, 3 i 6, egzamin

W_02 Sprawozdania z ¢wiczen 4, 5, 6 i 12, egzamin

W_Og Sprawozdania z ¢wiczen 6, 7 i 8, egzamin

W_O4 Sprawozdanie z ¢wiczenia 14, egzamin

U _01 Sprawozdania z ¢wiczen 2 i 3, egzamin

U_OZ Sprawozdania z ¢wiczen 4, 5 i 6, egzamin

U_O3 Sprawozdania z ¢wiczen 7 i 8, egzamin

U_O4 Sprawozdania z ¢wiczen 9, 10, 11i 12, egzamin

K_Ol Obserwacja postawy studenta podczas c¢wiczen i wykiadow

K_OZ Obserwacja postawy studenta podczas ¢wiczen laboratoryjnych

K_03

Sprawozdanie z ¢wiczenia 1, egzamin




D. NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktéw ECTS

Rodzaj aktywnosci g&%gﬁ?g'e
1 | Udziat w wyktadach 30 godzin
2 | Udziat w éwiczeniach
3 | Udziat w laboratoriach 30 godzin
4 | Udziat w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 2 godziny
5 | Udziat w zajeciach projektowych
6 | Konsultacje projektowe
7 | Udziat w egzaminie 2 godziny
8
9 | Liczba godzin realizowanych przy bezposrednim udziale nauczyciela 64 godziny
akademickiego (suma)
10 | Liczba punktow ECTS, ktorg student uzyskuje na zajeciach
wymagajacych bezposredniego udziatu nauczyciela akademickiego 2,6 ECTS
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
11 | Samodzielne studiowanie tematyki wyktadéw 20 godzin
12 | Samodzielne przygotowanie sige do éwiczen
13 | Samodzielne przygotowanie sie do kolokwiow
14 | Samodzielne przygotowanie sie do laboratoriow 15 godzin
15 | Wykonanie sprawozdari 23 godziny
15 | Przygotowanie do kolokwium koricowego z laboratorium
17 | Wykonanie projektu lub dokumentacji
18 | Przygotowanie do egzaminu 3 godziny
19
20 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta ga—mg)Odzm
21 | Liczba punktéw ECTS, ktorg student uzyskuje w ramach samodzielnej
pracy 2,4 ECTS
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
22 Sumaryczne obciazenie praca studenta | 125 godzin
> L it ECTS=25.50 goen opagpents sgents | © ECTS
24 | Nakfad pracy zwigzany z zajeciami o charakl_‘erzg.1 praktyczr_wy_m . | 70 godzin
Suma godzin zwigzanych z zajeciami praktycznymi
25 | Liczba punktéw ECTS, ktora student uzyskuje w ramach zajeé o
charakterze praktycznym 2,8 ECTS

1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta
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